陈老师好：选题材料看完了，有几个问题跟您沟通一下：
1） 调研表显示作者只有您一人，还有其他合著者么？如果可以多位作者，建议考虑一下业内的专家等，增强作者团队实力，有助于书籍上市后的营销推广。
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2） 书名还有备选么？书名的量产涉及的内容貌似只有是“10.3.4 量产”一个小节的内容，从占比上看略显得小了。

量产部分作了调整。

3） 本书的编写思路怎样？依照什么样的主线进行内容布局的？

以数字集成电路设计流程为顺序，介绍各部分的知识、技能、管理等方面，并以riscv mcu为例进行各个部分的实践。

4） 本书大纲涉及“案例”建议补充具体的案例名，这样有助于读者了解本书内容。

已补充。

5） 本书能否邀请业内大咖进行作序或者写推荐语进行推荐呢？如果有？方便列出一些么？
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